
[bookmark: heading_0]1. 设备用途
本设备为全自动水浸式超声C-Scan检测设备，主要用于厚度约15mm的塑封半导体功率模块（IGBT、MOSFET、SiC功率模块）无损内部缺陷检测。
核心检测项目：塑封层内部空洞、芯片焊料层空洞、多层界面分层/脱层、陶瓷基板裂纹、塑封与基材界面夹杂、局部剥离等缺陷，支持量产高精度检测、缺陷量化分析及AI自动判定，满足工业及车规级品质检验要求。
[bookmark: heading_2]2. 整机机械与水槽系统（适配15mm厚度模块）
[bookmark: heading_3]2.1 扫描模式
支持全自动水浸式超声检测，兼容C-Scan、T-Scan多层深度切片扫描模式，可实现单模块多界面逐层成像分析。
[bookmark: heading_4]2.2 运动行程与精度
2.2.1有效扫描行程：X≥400mm、Y≥400mm、Z≥100mm（充足余量适配15mm厚度模块装夹、聚焦扫描，兼容后续异形模块检测）
2.2.2 X/Y轴定位精度：≤±5μm
2.2.3 X/Y轴重复定位精度：≤±1μm
2.2.4 Z轴重复定位精度：≤±2μm，保障15mm厚度内多层界面精准门限截取
2.2.5 扫描速度：0～1000mm/s连续可调，支持高速批量扫描、低速高精度精扫双模式
[bookmark: heading_5]2.3 水循环系统
2.3.1 水槽内尺寸：≥500mm×500mm×120mm
2.3.2有效消除水体杂质、气泡干扰，保证15mm厚塑封模块成像清晰度与检测稳定性
[bookmark: heading_6]2.4 工件载台
采用防腐绝缘材质，承重≥10kg，支持定制专用工装夹具、托盘固定，适配15mm左右标准/异形塑封功率模块平稳装夹，扫描无晃动、无位移偏差。
[bookmark: heading_7]4. 超声硬件配置（15mm厚塑封模块专属优化）
针对厚度≤15mm塑封功率模块检测场景，兼顾声波穿透性与检测分辨率，杜绝深层信号衰减、表层细节缺失问题，标配高精度适配探头组。
[bookmark: heading_8]4.1 探头配置（标配+可选，采购核心要求）
标配主力探头（必备）
4.1.1规格要求-性能：适配0-15mm厚度模块，10mm塑封模块优先适配，频率，完美覆盖模块全厚度范围，兼顾穿透性与分辨率，可稳定识别≥20μm空洞、分层缺陷，满足量产常规检测需求
厂家推荐探头规格
[bookmark: heading_9]4.2 脉冲收发系统
4.2.1信号带宽：5MHz～250MHz，全覆盖适配模块配置的核心探头
4.2.2脉冲宽度、重复频率软件可调，自带智能降噪算法，有效过滤10mm塑封体声波散射噪声
[bookmark: heading_11]5. 软件功能
设备标配AI深度学习缺陷自动识别与判定系统，无需人工手动圈选、阈值调试，实现全流程智能化检测。
[bookmark: _GoBack]-厂家评估是否具备此功能，目前市场有设备支持此功能。
[bookmark: heading_12]5.1 AI自动识别与判定功能
5.1.1自动识别缺陷类型：空洞、分层脱层、裂纹、内部夹杂、界面剥离
5.1.2 性能指标：缺陷识别准确率≥99%，量产误判率≤0.5%
5.1.3 自动量化分析：自动计算缺陷坐标、尺寸、面积、整体/局部空洞率（Void%）
5.1.4 自动结果判定：支持自定义空洞率、缺陷尺寸阈值，自动输出单模块OK/NG判定结果
[bookmark: heading_13]5.2 扫描与数据分析功能
5.2.1支持程序存储调用，同规格率模块一键批量全自动扫描
5.2.2可保存原始多层C扫图像、检测参数、缺陷数据
5.2.3支持Z向深度精准标定，实现缺陷三维定位
[bookmark: heading_14]5.3 自动报告输出
支持自定义报告模板，一键导出PDF正式报告，包含模块信息、扫描参数、分层缺陷图谱、缺陷尺寸、空洞率数据、AI判定结论，可直接用于品质归档、出货检验、失效分析。
[bookmark: heading_15]6. 标定配套要求
标配专用标准参考试块，适配15mm厚度模块检测校准，用于日常设备精度校验、灵敏度标定、缺陷阈值校准，保证检测数据一致性、可追溯性。设备自带精度自检功能，支持定期校准溯源。
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7.1供电规格：220V±10%，50Hz工业用电
7.2运行环境：环境温度20～26℃，湿度40%～60%，常规无尘车间环境即可满足使用要求
7.3设备运行稳定，无明显震动、噪音，适配量产车间长期连续作业
[bookmark: heading_23]8. 关键技术总结（供应商必达标）
8.1适配厚度≤15mm塑封功率模块稳定检测，无信号衰减、成像模糊问题；
8.2标配探头组合，覆盖全场景检测需求；---厂家根据模块POD尺寸推荐组合
8.3标配成熟AI深度学习算法，支持缺陷自动识别、量化、OK/NG自动判定，无需人工复核；--待厂家确认是否具备
8.4支持≤15mm厚度内多层界面切片扫描，精准定位各层缺陷。

